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今週のキーワード

AIと先端PKG
HBM需要が牽引、日本も2nmで存在感

15
件

記事数

7
カ国

対象国

271億
ドル

SKH利益予測

520-560億
ドル

TSMC設備投資

今週の全15記事 ― 5軸評価で読むべき記事を選ぶ
各列の見方 ― 技術新規性：ブレークスルー度合い 実用化距離：製品として使える近さ 市場インパクト：業界全体への影響規模
データ信頼性：定量データ・査読の有無 日本関連度：日本の企業・サプライチェーンとの直接的関連性

# 記事タイトル 種別 技術
新規性

実用化
距離

市場
インパクト

データ
信頼性

日本
関連度 一行サマリ

#01
AI向け次世代メモリH
BF

新技術動
向

●●●●
○

●●●●
○

●●●●
○

●●●○
○

●●●●
○

AI推論向け次世代メモリHBFがSKハイニックスとSan
Disk主導で標準化、Samsungも参入し2027年商用化
へ。

#02
ASE、AI対応で設備投
資増

企業戦略
●●○○

○
●●●●

●
●●●●

○
●●●●

○
●●●○

○

台湾OSAT大手ASEがAI需要に対応し2026年の設備投
資を70億ドル超に上方修正、先端パッケージング能力
を強化。

#03
Intel、2nmチップ製造
へ

企業戦略
●●●●

○
●●●○

○
●●●●

○
●●●○

○
●●○○

○

IntelがElon Musk氏のTeraFabプロジェクトに参画し
、テキサスで2nmチップ製造と先端パッケージング戦
略を推進。

#04
TSMC、3nm投資を強
化

企業戦略
●●○○

○
●●●●

●
●●●●

●
●●●●

●
●●●●

●

TSMCがAI需要に対応し3nmプロセス投資を強化、台
湾、米国、日本の工場で生産能力を拡大し2028年ま
でに量産へ。

#05
半導体製造装置市場成
長

市場概観
●●○○

○
●●●●

●
●●●●

○
●●●●

○
●●●●

●

2026年の半導体製造装置市場はHBM需要と先進ノー
ド投資に牽引され成長、特に台湾、韓国、日本で大幅
な投資増。

#06
Samsung、ベトナム
に投資

企業戦略
●●○○

○
●●●●

●
●●●●

○
●●●○

○
●●●○

○

Samsungがベトナムに40億ドルを投じチップパッケ
ージング施設を建設、AI需要とサプライチェーン多様
化に対応。

#07
SKH、HBM利益予測上
方修正

企業業績
●○○○

○
●●●●

●
●●●○

○
●●●○

○
●●○○

○

SKハイニックスがAI向けHBM需要急増を受け2026年
第1四半期の利益予測を大幅上方修正、HBM市場の供
給逼迫が継続。

#08 Micron、HBM在庫完売 企業業績
●○○○

○
●●●●

●
●●●○

○
●●●○

○
●●○○

○
Micronの2026年HBM在庫がAI需要殺到で完売、供給
不足が深刻化し受注量の50-66%しか対応できず。

#09
ベトナム、半導体深掘
り

国家戦略
●●○○

○
●●●○

○
●●●○

○
●●●○

○
●●●○

○

ベトナムがAIスーパーサイクルに牽引される半導体市
場で、先進パッケージングを通じてバリューチェーン
への深掘りを図る。

#10
ECTC 2026
先端PKG展望

技術トレ
ンド

●●●●
○

●●○○
○

●●●●
○

●●●○
○

●●●●
○

ECTC 2026でAI時代の先進パッケージングとヘテロ
ジニアス統合が議論され、パネルレベル統合やAI活用
EDAが注目される。

#11
Advantest、新センタ
ー開設

企業戦略
●●○○

○
●●●●

○
●●●○

○
●●●●

○
●●●●

●

Advantestがカリフォルニアに先進パッケージングと
複雑デバイス向け新イノベーションセンターを開設、
テスト技術を強化。

#12
Onto Dragonfly
G5認定

新製品
●●●○

○
●●●●

○
●●●○

○
●●●●

○
●●●○

○

Onto Innovationの検査プラットフォームDragonfly
G5が2.5D AIパッケージング向けに認定取得、品質と
信頼性向上に貢献。
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# 記事タイトル 種別 技術
新規性

実用化
距離

市場
インパクト

データ
信頼性

日本
関連度 一行サマリ

#13
The Economist
AI新秩序

市場分析
●●●○

○
●●○○

○
●●●●

●
●●●○

○
●●●○

○

The Economist誌がAI牽引のグローバルテック業界新
秩序を分析、ムーアの法則を超え先進パッケージング
と材料革新が重要に。

#14
日本政府、Rapidus追
加支援

国家戦略
●●●●

○
●●●○

○
●●●●

○
●●●●

○
●●●●

●

日本政府がRapidusに40億ドル追加支援、2nmチップ
製造と先端チップレット技術で主導権を目指し分析セ
ンターも開設。

#15 垂直統合の再定義 業界分析
●●●○

○
●●○○

○
●●●●

○
●●●○

○
●●●○

○

チップレット時代において半導体業界の垂直統合は資
産所有から戦略的制御と協調へと再定義され、エコシ
ステム全体での連携が重要。

●●●●○ 高 ●●●○○ 中高 ●●○○○ 中 ●○○○○ 低 | 背景黄色＝注目記事
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今週、判断に影響しうる3つの問い

❶ HBMの供給不足は、あなたの製品設計と調達戦略に影響を与えていますか？
Micronが2026年分のHBM在庫を完売し、SKハイニックスも大幅な利益上方修正を発表するなど、HBM市場の供給逼迫は
深刻です。AIアクセラレータや高性能コンピューティング（HPC）向け製品を開発・製造している場合、HBMの安定供給
とコスト上昇は避けられない課題となるでしょう。代替メモリ技術やサプライヤーの多様化を検討する時期に来ています
。

❷ 日本国内の先端半導体製造能力強化の動きを、自社事業の機会として捉えていますか？
TSMCの熊本第2工場での3nm量産計画（2028年開始）や、日本政府によるRapidusへの2nmチップ開発支援（総額2.35
兆円）は、日本の半導体サプライチェーンに大きな影響を与えます。材料・装置メーカーにとっては新たな需要創出の機
会であり、国内での先端チップ調達が可能になることで、日本の半導体産業全体の競争力向上に貢献する可能性がありま
す。この動きにどう連携するか、戦略的な検討が急務です。

❸ 先進パッケージングとヘテロジニアス統合の進化は、自社の技術ロードマップを再定義しますか？
AI時代において、半導体の性能向上は微細化だけでなく、2.5D/3Dパッケージングやチップレットによるヘテロジニアス
統合に大きく依存しています。ECTC 2026の議論やThe Economist誌の分析が示すように、イノベーションの軸は多様化
しています。自社の材料、装置、設計技術がこの新しいパラダイムに適合しているか、あるいは新たな機会を創出できる
か、技術ロードマップの再評価が求められます。

日本企業にとっての「機会 vs 脅威」

日本企業にとっての「機会 vs 脅威」マトリクス

機会大・脅威小 機会大・脅威大

影響小（参考） 脅威大・機会小

←
 機

会
 →

← 脅威 →

TSMC 3nm

装置市場Rapidus

HBFメモリ

OSAT投資HBM不足

先端PKG

Intel 2nm

項目 象限 ↑ 機会 ↓ 脅威

● TSMC 3nm 機会大 日本での3nm量産機会 —

● 装置市場 機会大 日本装置メーカー需要増 —

● Rapidus 機会大 日本の先端半導体強化 —

● HBFメモリ 注意 次世代メモリ市場参入 既存メモリ市場の競争
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● OSAT投資 注意 材料・装置需要増 日本OSAT競争激化

● HBM不足 注意 HBM関連材料需要 HBM調達コスト増

● 先端PKG 注意 新技術開発の方向性 技術変化への対応遅れ

● Intel 2nm 参考 — —
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深掘り ① ― TSMC、日本含むグローバル3nm投資強化
#04 | 2026/04/17 | TIPPC-台湾ICT通信 | 技術新規性●●○○○ 実用化距離●●●●● 市場インパクト●●●●●
データ信頼性●●●●● 日本関連度●●●●●

TSMCはAI需要の長期的な拡大に対応するため、3nmプロセスへの投資を拡大し、台湾、米国、日本で生産能力を増強
する計画を発表しました。2026年の設備投資計画は520億～560億ドルに据え置く一方、今後3年間の投資額は過去3年
間を上回るとの見通しを示しています。特に、日本の熊本第2工場での3nm量産は2028年開始を予定しており、高帯域
幅メモリー（HBM）向けロジックベースダイも対象となります。

この戦略は、AIチップ、HPC、5G/6G通信、自動車エレクトロニクスなど多岐にわたる分野での技術革新を加速させま
す。TSMCのグローバルな生産能力増強と技術ロードマップは、半導体サプライチェーン全体のレジリエンスを高める
とともに、世界経済におけるAI技術の普及と発展に不可欠な役割を果たすこととなるでしょう。

▶ 技術者の視点

TSMCの発表は、AI需要が半導体産業の成長を牽引する確固たるトレンドであることを裏付けています
。特に、日本の熊本工場での3nm量産計画は、日本の半導体サプライチェーンにとって極めて大きな【
機会】です。国内での先端プロセスチップの調達が可能になることで、日本の半導体メーカーやシステ
ムインテグレーターは、より迅速かつセキュアにAI関連製品を開発できるようになります。ただし、こ
の投資はTSMCのグローバル戦略の一部であり、日本企業がそのエコシステムにどう深く関与し、高付
加価値を提供できるかが問われます。単なる顧客に留まらず、材料・装置・サービスで戦略的パートナ
ーシップを構築できるかが鍵です。2028年という量産開始時期は、日本の材料・装置メーカーにとって
、技術開発と供給体制を整えるための猶予期間でもあります。

深掘り ② ― HBMと先進ノードが牽引する製造装置市場
#05 | 2026/04/13 | SEMI Japan | 技術新規性●●○○○ 実用化距離●●●●● 市場インパクト●●●●○
データ信頼性●●●●○ 日本関連度●●●●●

2026年の半導体製造装置市場は、2nmゲート・オール・アラウンド（GAA）技術の量産化に向けた最先端ノード投資
と、AI導入を支えるHBM需要の増加に牽引され、力強い成長を続けています。メモリ関連の設備投資は2027年まで大
幅な拡大が見込まれており、特に台湾、韓国、日本で顕著な投資増加が記録されています。台湾は前年比90%増の315
億ドル、韓国は26%増の258億ドル、日本も22%増の95億ドルに達しました。

このレポートは、半導体産業がムーアの法則の限界に挑戦し続ける姿勢と、AIアプリケーションに不可欠なHBMの供給
能力拡大への強い意欲を示しています。中国市場は引き続き主要な投資国ですが、成長は鈍化すると予測されており、
地政学的な要因が市場の変動要因として引き続き注視されるでしょう。

▶ 技術者の視点

SEMIのレポートは、日本の半導体製造装置メーカーにとって非常にポジティブな【機会】を示していま
す。特に、日本国内での先進ノード製造能力強化への投資が22%増とされている点は注目に値します。
これは、日本の装置メーカーが最先端プロセス技術開発において重要な役割を担っている証拠であり、
今後もHBMやGAAといった次世代技術向けの装置需要が継続的に拡大する見込みです。しかし、台湾や
韓国の投資額と比較すると、日本の絶対額はまだ小さいという現実も認識すべきです。グローバル市場
での競争力を維持・強化するためには、単に国内需要に応えるだけでなく、海外市場、特に台湾・韓国
のOSATやファウンドリへの供給を拡大する戦略が不可欠です。中国市場の成長鈍化は、新たな市場開
拓の必要性も示唆しています。
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深掘り ③ ― 日本政府、Rapidusに40億ドル追加支援
#14 | 2026/04/15 | The AI World | 技術新規性●●●●○ 実用化距離●●●○○ 市場インパクト●●●●○
データ信頼性●●●●○ 日本関連度●●●●●

日本経済産業省（METI）は、Rapidus Corporationに対し、約40億米ドル（6315億円）の追加資金支援を承認しまし
た。これにより、Rapidusへの政府R&D;支援総額は2.35兆円に達します。資金は主に、北海道のIIM-1施設における2
nmスケールロジックチップのプロトタイプ開発と前工程製造能力強化に充てられます。Rapidusは同時に分析センター
を開設し、2nm世代半導体統合およびチップレット技術の品質保証を目指す「Rapidus Chiplet
Solutions（RCS）」を立ち上げました。

この大規模投資は、日本がグローバルチップ産業における地位を再確立し、先端パッケージングとプロセス技術での国
内優位性を確立する野心を示しています。AIモデルに不可欠な高性能チップの国産化を目指す日本にとって、経済安全
保障上の観点からも極めて重要な投資であり、国内半導体エコシステム全体の活性化が期待されます。

▶ 技術者の視点

日本政府によるRapidusへの巨額の追加支援は、日本の半導体産業再興に向けた強い意志の表れであり
、国内の材料・装置メーカーにとって大きな【機会】です。2nmという最先端プロセス技術の確立は、
日本の技術力を世界に示す上で不可欠です。特に、チップレット技術の品質保証を目指す「Rapidus
Chiplet Solutions (RCS)」の立ち上げは、単なるプロセス開発に留まらず、先端パッケージングを含む
システム全体での信頼性確保に注力していることを示唆しており、日本の接着剤・封止材メーカーや検
査装置メーカーにとっては、技術連携や共同開発の大きなチャンスとなります。ただし、2nmプロセス
は非常に難易度が高く、実用化までの道のりには多くの技術的課題が残されています。国際的な協業を
加速しつつ、日本の強みである材料・装置分野でRapidusを強力にサポートできるかが、この国家プロ
ジェクト成功の鍵を握ります。

その他の注目記事
AI推論向け次世代メモリHBF（exa-technologies.jp）
技術新規性●●●●○ 実用化距離●●●●○ 市場インパクト●●●●○

HBMとSSDの中間を埋めるHBFはAIメモリのボトルネック解消に期待。ハイブリッドボンディング技術の進化が鍵とな
る。

台湾OSAT大手ASE、AI需要に対応し2026年の設備投資を70億ドル超に上方修正（台湾経済新聞）
技術新規性●●○○○ 実用化距離●●●●● 市場インパクト●●●●○

OSAT最大手の積極投資は、AIチップの先端パッケージング需要の爆発的増加を裏付ける。日本の材料・装置メーカー
に波及効果大。

ECTC 2026が示すAI時代の先進パッケージングとヘテロジニアス統合の展望（PRADEEP's TECHPOINTS）
技術新規性●●●●○ 実用化距離●●○○○ 市場インパクト●●●●○

パネルレベル統合やAI活用EDAなど、次世代パッケージング技術の方向性が示唆された。中長期的なR&D;テーマ設定
に有用。

Advantest、先進パッケージングと複雑デバイス向け新イノベーションセンターをカリフォルニアに開設（Semiconductor Engineering）
技術新規性●●○○○ 実用化距離●●●●○ 市場インパクト●●●○○

日本企業Advantestの投資は、複雑化する先端パッケージングにおけるテスト技術の重要性を示す。日本のテスト装置
メーカーにとって機会。

Onto InnovationのDragonfly G5、2.5D AIパッケージングアプリケーションで認定取得（Semiconductor Engineering）
技術新規性●●●○○ 実用化距離●●●●○ 市場インパクト●●●○○
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2.5D
AIパッケージング向け検査プラットフォームの認定は、歩留まり向上と信頼性確保に貢献。検査技術の進化は不可欠。
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今週のアクション提案

記事評価マトリクスと機会/脅威分析を踏まえたアクション提案です。

▍即時（今週中）
• 【R&D;】HBMおよび次世代メモリ（HBF）の最新技術動向を調査し、自社材料・装置への影響を評価する。

• 【調達】HBMの供給不足と価格高騰の状況を再確認し、代替品や複数ベンダーからの調達可能性を検討する。

▍短期（1ヶ月）
• 【経営企画】TSMC熊本工場、Rapidusへの政府支援など、国内半導体製造能力強化の動向を注視し、自社事業
連携の可能性を検討する。

• 【半導体PKG】ASEやSamsungの海外パッケージング投資拡大を受け、日本のOSAT企業との連携強化や、新
興国市場での機会を模索する。

• 【R&D;】先進パッケージング（2.5D/3D、チップレット）における検査・テスト技術の進化を調査し、自社製
品の品質保証体制への応用を検討する。

▍中長期（四半期〜）
• 【R&D;】パネルレベルパッケージングやAIを活用したEDAなど、ECTCで示された次世代技術トレンドを深掘
りし、中長期的な研究開発テーマに反映する。

• 【経営企画】半導体業界の垂直統合の再定義とチップレットエコシステムの重要性を踏まえ、自社のサプライチ
ェーン戦略と協業モデルを見直す。

• 【材料メーカー】GaNチップレットなど新素材の動向を追跡し、次世代パワーデバイスや高周波デバイス向け材
料開発の可能性を検討する。

troy-technical.jp 独自キュレーション。記事著作権は各原著作者に帰属。 | Gemini API + Claude | 2026-04-21
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AI推論向け次世代メモリHBF：SKハイニックスとSanDisk
主導で標準化が進展、Samsungも参入し競争激化

概要

本記事は、2026年4月時点でのHBF（Hybrid Bonding Fabric）の最新動向を詳述してい
ます。HBFは、AI推論アプリケーション向けに大容量と省電力を両立する次世代メモリ
として期待されています。現在、SKハイニックスとSanDiskがHBFの標準化を主導して

おり、2026年後半にはサンプル出荷、2027年には商用化が見込まれています。
Samsungの市場参入により競争が激化しており、HBFはAIデータ処理能力向上に貢献
し、NANDフラッシュメーカーにも新たな機会をもたらすと予測されます。

公開日 2026年04月15日  半導体情報  日本



詳細

HBF（Hybrid Bonding Fabric）が拓くAIメモリの未来

HBF（Hybrid Bonding Fabric）は、AI推論処理に特化した次世代メモリとして、その動
向が注目されています。従来のHBM（High Bandwidth Memory）とSSD（Solid State
Drive）の中間的な役割を果たすHBFは、HBMの高帯域幅とSSDの大容量、そして低消費
電力という三つの重要な特性を兼ね備えることで、AIアプリケーションのボトルネック
解消に貢献することが期待されています。特に、推論モデルの高速化と電力効率の向上
は、エッジAIからデータセンターまで、幅広いAIシステムにとって極めて重要な要素と
なります。

標準化と市場競争の激化

HBFの標準化は現在、SKハイニックスとSanDiskが主導しており、技術仕様の策定とエ
コシステムの構築が進められています。これらの企業の取り組みにより、2026年後半に
はHBFのサンプル出荷が開始され、2027年には商用化が予定されています。しかし、こ
の有望な市場にはSamsungも参入を表明しており、HBF市場における競争は今後さらに
激化することが確実視されています。主要メモリメーカーの参入は、HBF技術の成熟と
普及を加速させる一方で、各社間の技術開発競争を促し、より高性能でコスト効率の高
い製品が市場に投入されることが期待されます。

NANDフラッシュ市場への影響と今後の展望

HBFの登場は、NANDフラッシュ市場にも新たなビジネスチャンスをもたらします。キ
オクシアをはじめとするNANDフラッシュメーカーは、HBFへの技術連携や製品供給を
通じて、AI関連の需要増加を取り込むことが可能です。HBFが提供する大容量と省電力
性能は、高まるデータセンターやAIアプリケーションの需要に対応するための重要なブ
レークスルーとなり、半導体業界全体の成長を牽引する可能性があります。この技術
は、CPUやGPUとメモリ間のデータ転送速度を劇的に向上させ、AI処理における遅延を
最小限に抑えることで、次世代のAIシステムの性能を飛躍的に高める基盤となるでしょ
う。HBFの普及は、AI時代のデータ処理アーキテクチャに根本的な変革をもたらす可能
性を秘めています。

元記事: https://exa-technologies.jp/semicon-info/semiconductor-memory/hbf-standardization-skhynix-

https://exa-technologies.jp/semicon-info/semiconductor-memory/hbf-standardization-skhynix-sandisk-samsung-kioxia-2026/


sandisk-samsung-kioxia-2026/

収集日: 2026年04月18日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

https://exa-technologies.jp/semicon-info/semiconductor-memory/hbf-standardization-skhynix-sandisk-samsung-kioxia-2026/


台湾OSAT大手ASE、AI需要に対応し2026年の設備投資を
70億ドル超に上方修正

概要

台湾の半導体後工程受託（OSAT）大手であるASE Technology Holdingは、AIチップ需
要の急増に対応するため、2026年の設備投資計画を当初の70億米ドルから上方修正す
る意向を明らかにしました。同社COOによると、今年は過去最多となる6箇所の新工場

建設を予定しています。この積極的な投資は、先端パッケージングおよびテスト能力
の強化に充当され、AIおよびHPC（高性能コンピューティング）市場におけるASEの主
導的役割を一層強固にする戦略の一環です。世界の半導体サプライチェーンにおい

て、OSAT企業の重要性が高まっている現状を反映しています。

公開日 2026年04月15日  台湾経済新聞  台湾



詳細

AIチップブームが牽引するOSAT企業の設備投資拡大

人工知能（AI）技術の急速な進化と普及は、半導体業界に未曾有の需要をもたらしてい
ます。特にAIチップに不可欠な高性能パッケージングとテストの需要が急増しており、
世界の半導体後工程受託（OSAT）市場を牽引する台湾のASE Technology Holding（日月
光投資控股）は、この市場環境に対応するため、2026年の設備投資計画を大幅に上方修
正する方針を表明しました。同社の呉田玉最高執行責任者（COO）は、2026年4月10日
の発表で、今年の設備投資額が当初の70億米ドルを超える見込みであり、過去最高とな
る6箇所の新工場を建設する計画を明らかにしました。これは、AIチップの性能を最大
限に引き出すための先端パッケージング技術への投資を加速させるという、ASEの戦略
的な意思を明確に示しています。

先端パッケージング能力の強化と市場リーダーシップ

ASEの設備投資拡大は、主に先端パッケージング技術とテスト能力の増強に充てられま
す。AIチップは、CPU、GPU、HBM（高帯域幅メモリ）など、複数のチップレットを一
つのパッケージ内に集積する異種統合（Heterogeneous Integration）が主流となってお
り、2.5D/3Dパッケージング、ファンアウトパッケージング、CoWoS（Chip-on-Wafer-
on-Substrate）などの複雑な技術が不可欠です。ASEは、これらの技術分野において業
界をリードする存在であり、今回の投資によって、高まるAIおよび高性能コンピューテ
ィング（HPC）分野からの要求に応える供給能力を飛躍的に向上させることが可能とな
ります。この戦略は、同社が世界の半導体サプライチェーンにおけるその重要性をさら
に高め、将来的な市場成長の恩恵を最大限に享受するための基盤を構築するものです。



世界の半導体サプライチェーンにおけるOSATの役割

ASEの積極的な投資は、現代の半導体サプライチェーンにおいてOSAT企業が果たす役割
が、これまで以上に戦略的になっていることを示しています。微細化技術の物理的・経
済的限界が近づく中、パッケージング技術は半導体全体の性能向上とコスト削減を実現
するための重要なフロンティアとなっています。AIチップのような複雑なデバイスで
は、パッケージングがデバイスの性能、電力効率、信頼性を大きく左右するため、設計
と製造の両面でOSATの専門知識と能力が不可欠です。ASEの動きは、世界の半導体エコ
システムにおいて、ファウンドリ、IDM（垂直統合型デバイスメーカー）、OSAT間の連
携がますます緊密になることを示唆しており、AI時代の半導体産業の発展を支える鍵と
なるでしょう。

元記事: https://www.emsodm.com/html/2026/04/15/1776218865820.html

収集日: 2026年04月18日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

https://www.emsodm.com/html/2026/04/15/1776218865820.html


Intel、テキサスで2nmチップ製造へ：Elon Musk氏の
「TeraFab」プロジェクトに参画し先端パッケージング戦
略を推進

概要

本記事は、IntelがElon Musk氏主導のAI半導体製造プロジェクト「TeraFab」に参加し

たことを報じています。Intelは、テキサス州オースティンに建設される工場で2nmチ
ップ製造を目指し、AIおよびロボット工学向けに年間1テラワットのコンピューティン
グ能力生産を目指します。同社はGoogleやAmazonとの先端実装技術・製造供給に関

する交渉も進めており、EMIBやFoverosといった技術を拡張して売上拡大を図っていま
す。また、世界最薄GaNチップレット技術発表など、新技術開発にも注力し、データ
センターから次世代通信まで幅広い用途に対応する方針です。

公開日 2026年04月13日  セミコンポータル  日本



詳細

Intelの戦略的転換：Elon Musk氏の「TeraFab」プロジェクトへの参画

Intelは、半導体業界における競争力を再強化するため、Elon Musk氏が推進する野心的
なAI半導体製造プロジェクト「TeraFab」への参画を決定しました。このプロジェクト
は、AIおよびロボット工学分野で年間1テラワットという膨大なコンピューティング能
力の生産を目標としており、Intelはテキサス州オースティンに建設される製造工場で、
自社の最先端プロセス技術を活用し、2nm世代のチップ製造に取り組む計画です。この
動きは、Intelがファウンドリ事業を強化し、外部顧客へのサービス提供を通じて収益源
を多様化する戦略の一環と見られます。最先端ノードでの製造能力は、AI時代における
チップメーカーの競争優位性を決定づける重要な要素となります。

先端実装技術とパートナーシップの強化

Intelは、TeraFabプロジェクトへの参画に加え、GoogleおよびAmazonといった大手クラ
ウドプロバイダーとの間で、先端実装技術および製造の供給に関する契約交渉を進めて
いることも報じられています。これは、IntelのEMIB（Embedded Multi-die Interconnect

Bridge）やFoverosといった独自開発の先進パッケージング技術の市場拡大を目指すも
のであり、高まる異種統合（Heterogeneous Integration）パッケージングの需要に応え
るものです。これらの技術は、異なる機能を持つ複数のチップレットを高性能な単一パ
ッケージ内に統合することを可能にし、AIアクセラレータや高性能コンピューティング
（HPC）チップの性能、電力効率、コスト効率を向上させる上で極めて重要です。大手
顧客との連携は、Intelが先端パッケージング市場における存在感を高め、売上拡大を図
る上で不可欠な戦略と言えるでしょう。



新技術・新製品開発への継続的な注力

Intelはまた、世界最薄のGaN（窒化ガリウム）チップレット技術を発表するなど、革新
的な新技術・新製品の開発にも積極的に取り組んでいます。GaNは、高周波特性と高効
率を兼ね備える次世代半導体材料として注目されており、これによりデータセンターの
電源効率向上や、次世代5G/6G通信デバイスの小型化・高性能化が期待されます。これ
らの取り組みは、Intelが単なるCPUメーカーから、広範な技術ポートフォリオを持つ総
合半導体ソリューションプロバイダーへと変革しようとする姿勢を示しています。先端
製造プロセス、革新的なパッケージング技術、そして新素材の導入を通じて、Intelはデ
ータセンターからエッジデバイスまで、多様な市場ニーズに対応し、AI時代をリードす
る技術革新を推進していくことでしょう。

元記事: https://www.semiconportal.com/archive/blog/insiders/nagami/260413-pickup879.html

収集日: 2026年04月18日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

https://www.semiconportal.com/archive/blog/insiders/nagami/260413-pickup879.html


TSMC、AI需要拡大に対応し3nmプロセス投資を強化：台
湾、米国、日本で生産能力を拡大

概要

TSMCは2026年4月16日の決算説明会で、AI需要の長期的な拡大に対応するため、3ナ
ノメートル（nm）プロセスへの投資を拡大し、台湾、米国、日本で生産能力を増強す
る計画を明らかにしました。同社の魏哲家董事長兼総裁は、2026年の設備投資計画を

520億～560億ドルに据え置く一方で、今後3年間の投資額は過去3年間を上回るとの見
通しを示しました。特に、台湾・台南科学園区での3nm新工場は2027年上期、米アリ
ゾナ州第2工場での3nm導入は2027年下期、そして日本の熊本第2工場での3nm量産は

2028年開始を予定しています。これらの投資は高帯域幅メモリー（HBM）向けロジッ
クベースダイも対象となります。

公開日 2026年04月17日  TIPPC-台湾ICT通信  台湾



詳細

AI需要の急増が牽引するTSMCの先端プロセス投資

世界最大のファウンドリである台湾積体電路製造（TSMC）は、人工知能（AI）技術の
普及と深化がもたらす半導体需要の急拡大に対応するため、3ナノメートル（nm）プロ
セスへの戦略的投資を強化しています。2026年4月16日の決算説明会において、魏哲家
董事長兼総裁は、AI需要が中長期的に拡大するという確固たる見通しに基づき、台湾、
米国、日本にわたるグローバルな生産能力拡張計画を詳細に説明しました。これによ
り、TSMCは今後も半導体業界における技術リーダーシップを維持し、次世代のAIイノ
ベーションを支える基盤を提供することを目指します。

グローバルな生産拠点での3nm量産体制の構築

TSMCは、今後3年間の設備投資が過去3年間の累計1010億ドルを上回るという大胆な見
通しを示しており、その中心には3nmプロセスの展開があります。具体的には、台湾・
台南科学園区に建設中の3nm新工場を2027年上期に量産開始する計画です。加えて、米
アリゾナ州の第2工場でも3nm工程を導入し、2027年下期には量産を開始する予定であ
り、これは米国政府からの強力な支援を受ける形で進められています。さらに、日本国
内においても、熊本の第2工場で2028年に3nmプロセスの量産を開始する計画が進行中
です。これらの新たな生産能力は、高帯域幅メモリー（HBM）向けロジックベースダイ
の需要にも対応し、AI時代の高性能コンピューティングを支える重要な役割を担いま
す。

2nm世代以降のロードマップと業界への影響

TSMCは、3nmプロセスの積極的な展開と並行して、次世代の2nm世代についても長期
的な需要を見込む主力プロセスと位置付けています。改良版のN2PやA16プロセスを順
次投入する計画に加え、2028年にはA14プロセスの量産開始も視野に入れています。こ
れらの先端プロセス技術の展開は、AIチップ、高性能コンピューティング（HPC）、
5G/6G通信、自動車エレクトロニクスなど、多岐にわたる分野での技術革新を加速させ
ます。TSMCのグローバルな生産能力増強と技術ロードマップは、半導体サプライチェ
ーン全体のレジリエンスを高めるとともに、世界経済におけるAI技術の普及と発展に不
可欠な役割を果たすこととなるでしょう。



元記事: http://www.tippc.tw/UI_layout/DetailPage.aspx?nid=3405&pid=78

収集日: 2026年04月18日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

http://www.tippc.tw/UI_layout/DetailPage.aspx?nid=3405&pid=78


半導体製造装置市場：HBM需要と先進ノード投資に牽引
され2026年も成長持続、台湾・韓国・日本で大幅増

概要

本記事は、2026年の半導体製造装置市場における地域別の投資動向を分析していま
す。2nmゲート・オール・アラウンド（GAA）技術の量産化に向け、最先端技術への
投資比重が高まっています。AI導入を支えるHBM需要の増加と継続的な技術移行によ

り、メモリ関連の設備投資は2027年まで大幅な拡大が見込まれます。特に台湾、韓
国、日本で顕著な投資増加が記録されており、中国も引き続き主要な投資国ですが、
成長は鈍化すると予測されています。

公開日 2026年04月13日  SEMI Japan  日本



詳細

最先端ノードとHBM需要が牽引する製造装置投資

2026年の半導体製造装置市場は、次世代の技術革新、特に2nmゲート・オール・アラウ
ンド（GAA）構造の量産化に向けた動きと、人工知能（AI）の急速な普及に伴うHBM
（High Bandwidth Memory）需要の爆発的な増加によって、引き続き力強い成長を見せ
ています。本分析レポートは、最先端ノード技術への投資が全体の設備投資に占める比
重を増していることを明確に示しており、これは半導体産業がムーアの法則の限界に挑
戦し続ける姿勢の表れと言えます。メモリ分野では、AIアプリケーションに不可欠な
HBMの供給能力を拡大するため、そしてDRAMやNANDフラッシュの継続的な技術移行
を背景に、2027年まで設備投資の大幅な拡大が続くものと予測されています。

アジア主要国における投資の拡大

地域別に見た2026年の半導体製造装置投資は、特にアジアの主要国で顕著な増加が見ら
れます。台湾は、HBMおよびDRAM関連の好調な需要を背景に、前年比90%増という驚
異的な成長を遂げ、315億ドルに達し過去最高の投資額を記録しました。これは、TSMC

をはじめとする台湾企業が最先端ロジックおよびメモリ分野でのリーダーシップを維持
しようとする戦略的な動きを反映しています。韓国もまた、HBMおよびDRAMへの堅調
な投資が続き、26%増の258億ドルを記録しました。日本も国内での先進ノード製造能
力強化への継続的な投資が支えとなり、22%増の95億ドルに達しています。これらの投
資は、各国の半導体サプライチェーンにおける競争力強化と、AI時代における技術主導
権の確立を目指す姿勢を示しています。



中国市場の動向と今後の展望

中国は、国内デバイスメーカーによる成熟プロセスおよび特定の先進ノードへの投資継
続により、半導体製造装置投資において引き続き首位を維持する見込みです。これは、
地政学的リスクやサプライチェーンの安定化を背景に、国内での半導体自給率向上を目
指す中国政府の戦略が反映されたものです。しかし、2026年以降は成長が鈍化すると予
測されており、米国をはじめとする国際社会からの輸出規制の影響が次第に顕在化する
ことが示唆されます。世界の半導体製造装置市場全体としては、AI需要の爆発的な増加
と、各国の戦略的な投資が相まって、今後も高水準での成長が期待されるものの、地政
学的な要因やサプライチェーンの複雑化が、市場の変動要因として引き続き注視される
こととなるでしょう。

元記事: https://www.semi.org/jp/taxonomy/term/76

収集日: 2026年04月18日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

https://www.semi.org/jp/taxonomy/term/76


Samsung、ベトナムに40億ドル投資しチップパッケージ
ング施設を建設：AI需要とサプライチェーン多様化に対応

概要

Samsung Electronicsは、ベトナムのタイグエン省に40億ドルを投じて新たなチップパ
ッケージング施設を建設する計画を進めていると報じられています。この戦略的投資
は、AI関連需要に対応するための先進パッケージング能力を強化し、同時に製造拠点

の多様化を通じて地政学的リスクを軽減することを目的としています。今回の拡張
は、半導体バリューチェーンにおけるパッケージングの重要性が、単なる保護層から
システムアーキテクチャの中心的要素へと変化していることを示しています。

Samsungは、AIハードウェアの需要加速に対応するための強固で地理的に分散された
サプライチェーンを確保することを目指します。

公開日 2026年04月14日  Scouts by Yutori  アメリカ



詳細

Samsung、ベトナムへの大規模投資で先進パッケージング能力を強化

Samsung Electronicsは、半導体産業における戦略的転換点として、ベトナムのタイグエ
ン省に40億ドル（約5800億円）を投じて新たなチップパッケージング施設を建設する計
画を進めていると報じられています。この大規模な投資は、主に人工知能（AI）関連の
需要に対応するための先進パッケージング能力の増強を目的としています。AIチップ
は、高性能化に伴い、複数のチップを統合する高度なパッケージング技術が不可欠とな
っており、Samsungはこの分野での競争力を強化することで、市場での優位性を確立し
ようとしています。

サプライチェーンの多様化と地政学的リスクの軽減

今回のベトナムへの投資は、製造拠点の地理的多様化という戦略的な意図も持っていま
す。世界的な地政学リスクの高まりやサプライチェーンの混乱を背景に、主要な半導体
メーカーは製造拠点の集中を避け、リスク分散を図る動きを強めています。ベトナムで
の新工場建設は、Samsungがグローバルなサプライチェーンのレジリエンス（回復力）
を高め、将来的な市場変動や外部要因による影響を最小限に抑えるための重要な一歩と
位置付けられています。この動きは、半導体製造が単一地域に集中するリスクに対する
業界全体の意識の高まりを反映しています。

パッケージング技術の戦略的重要性増大

この投資は、半導体バリューチェーンにおけるパッケージング技術の重要性が飛躍的に
高まっていることを明確に示しています。かつてはチップを保護する二次的な工程と見
なされていましたが、AIや高性能コンピューティング（HPC）の時代においては、パッ
ケージングがチップ性能、電力効率、そしてシステム全体の統合能力を左右する中心的
要素へと進化しています。2.5D/3Dパッケージング、ファンアウトパッケージングなど
の先進技術は、複数の異なる機能を持つチップレットを統合し、データ転送速度を最大
化する上で不可欠です。Samsungの今回の投資は、AIハードウェアの需要加速に対応
し、より強靭で地理的に分散されたサプライチェーンを確保するための戦略的判断であ
り、今後の半導体業界の方向性を示すものと言えるでしょう。

元記事: https://scouts.yutori.com/dbf171a4-5078-436d-85f3-d02edd987c3e

https://scouts.yutori.com/dbf171a4-5078-436d-85f3-d02edd987c3e


収集日: 2026年04月18日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)



SKハイニックス、HBM需要急増で2026年第1四半期の利
益予測を大幅上方修正

概要

SKハイニックスは、AIアプリケーションが牽引する高帯域幅メモリー（HBM）の需要
急増を受け、2026年第1四半期の利益予測を大幅に上方修正しました。市場アナリス
トの予測では、平均営業利益が40兆ウォン（約271億米ドル）に達すると見込まれて

います。HBM市場における供給逼迫と価格上昇が、SKハイニックスのような主要メモ
リメーカーに直接的な恩恵をもたらしています。この動向は、同社がHBM市場で強い
地位を確立しており、AI主導のメモリ需要を捉えることで、堅調な財務実績を継続す

る可能性を示唆しています。

公開日 2026年04月14日  Scouts by Yutori  アメリカ



詳細

AIが牽引するHBM需要とSKハイニックスの収益急増

人工知能（AI）の急速な発展は、高帯域幅メモリー（HBM）に対する未曾有の需要を生
み出しています。この市場の構造変化が、主要なメモリメーカーであるSKハイニックス
の財務実績に大きな影響を与えています。同社は、HBM需要の急増を背景に、2026年
第1四半期の利益予測を大幅に上方修正しました。市場アナリストの予測では、SKハイ
ニックスの平均営業利益は40兆ウォン（約271億米ドル）に達すると見込まれており、
これはAI時代におけるHBMの戦略的価値を明確に示しています。

HBM市場の供給逼迫と価格上昇の恩恵

現在のHBM市場は、AIアクセラレータ、データセンター、高性能コンピューティング
（HPC）アプリケーションからの旺盛な需要に対し、供給能力が追いついていない状況
にあります。この供給逼迫はHBMの価格を押し上げ、SKハイニックスのような主要な
HBMサプライヤーに直接的な収益性の向上をもたらしています。HBMは、AIモデルの
トレーニングや推論に不可欠な膨大なデータを高速に処理するために、従来のDRAMと
比較して遥かに高い帯域幅を提供します。そのため、AI開発競争が激化するにつれて、
HBMはAIシステム全体のボトルネックを解消する鍵として、その需要は今後も堅調に推
移すると予想されています。

SKハイニックスの市場ポジションと今後の展望

SKハイニックスは、HBM技術の開発と量産において業界をリードする企業の1つです。
今回の利益予測の上方修正は、同社がHBM市場において確立した強い地位と、AI主導の
メモリ需要を効果的に捉える能力を示しています。特に、HBM3およびその次世代技術
の開発と量産化への先行投資が実を結び、競合他社に先行して市場の恩恵を享受してい
ます。今後もAI技術の進化が続くにつれて、高性能メモリに対する需要は増加の一途を
辿ると予想されており、SKハイニックスはHBM分野での技術革新と生産能力の拡大を
通じて、中長期的に堅調な財務実績を維持する可能性が高いと見られています。これ
は、半導体業界における先進パッケージングとメモリ技術の重要性を改めて浮き彫りに
するものです。

元記事: #



収集日: 2026年04月18日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)



Micron、2026年のHBM在庫が完売：AI分野の需要殺到で
供給不足が深刻化

概要

Micron Technologyは、2026年分の高帯域幅メモリー（HBM）在庫がすでに完売した
と報じられています。これは、人工知能（AI）分野からの計り知れない需要を浮き彫
りにしています。同社は現在、受注量のわずか50%から66%しか対応できておらず、

HBM市場における深刻な供給不足を示唆しています。この状況は、HBMがAIシステム
における主要なボトルネックの一つであることを裏付けており、Micronの強力な需要
と限定的な供給は、同社の価格決定力とAIバリューチェーンにおける戦略的重要性を

示唆しています。2026年度第3四半期の売上高ガイダンスも、HBM需要の財政的影響
を強く反映しています。

公開日 2026年04月14日  Scouts by Yutori  アメリカ



詳細

AI需要が牽引するHBM市場の供給不足

Micron Technologyは、人工知能（AI）分野からの圧倒的な需要に直面し、2026年分の
高帯域幅メモリー（HBM）の在庫が既に完売したと報告されています。この事態は、AI
システムの開発と展開が加速する中で、HBMがその中核部品として極めて高い重要性を
持っていることを明確に示しています。HBMは、従来のDRAMと比較して圧倒的なデー
タ帯域幅を提供し、大規模なデータセットの処理や複雑なAIモデルの計算に不可欠であ
るため、AI産業の成長とともにその需要は爆発的に増加しています。

Micronの供給能力と市場への影響

現在のMicronのHBM供給能力は、市場からの旺盛な需要に追いついておらず、同社は
受けた注文のわずか50%から66%しか満たすことができていない状況です。これは、
HBM市場全体における深刻な供給ボトルネックを浮き彫りにしています。このような状
況は、AIシステムにおいてメモリ帯域幅がいかに重要な要素であるかを再認識させると
ともに、HBMサプライヤーが限られている現状で、AI産業の成長がHBMの供給状況に
大きく左右されることを示唆しています。Micronの強力な需要と限定的な供給は、同社
がHBM市場において高い価格決定力を持ち、AIバリューチェーンにおけるその戦略的重
要性が増していることを意味します。

今後の展望と財務への影響

HBM需要の持続的な高まりは、Micronの財務実績にも大きく寄与しており、2026年度
第3四半期の売上高ガイダンスは、この前例のないHBM需要による大きな収益インパク
トを反映しています。HBM市場の供給逼迫は、短期的にはAIアプリケーション開発の制
約となる可能性がありますが、長期的にはHBMメーカーが生産能力を拡大し、技術革新
を加速させるインセンティブとなります。MicronをはじめとするHBMサプライヤー
は、この高い需要に応えるべく、生産体制の強化と次世代HBM技術の開発に注力するこ
とが求められます。HBMは今後もAI、HPC、データセンターといった分野でのイノベー
ションを支える不可欠な要素であり、その市場動向は半導体業界全体に広範な影響を与
え続けるでしょう。

元記事: #



収集日: 2026年04月18日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)



ベトナム、AI時代に半導体バリューチェーンへの深掘り：
先進パッケージングで成長機会を掴む

概要

本記事は、AIスーパーサイクルに牽引され、先進パッケージングが半導体性能向上と
スケーリングにおける核心要素として進化していることを強調しています。専門家
は、2025年末に8000億ドルに迫った世界の半導体市場が、AI主導で2026年には1兆ド

ルを超える可能性を指摘しています。パッケージングは現在、数十億のトランジスタ
に安定した電力を供給し、損失を最小限に抑える重要な電力分配システムとしての役
割を担っています。ベトナムは、この進化する半導体グローバルバリューチェーンに

おいて、先進パッケージングを通じてより深く参加する戦略的な機会を有していると
分析されています。

公開日 2026年04月11日  VnEconomy - Vietnam Economic Times  ベトナム



詳細

AIスーパーサイクルが変革する半導体パッケージングの役割

人工知能（AI）の急速な発展は、半導体産業におけるパッケージングの役割を根本的に
変革しています。かつてはチップを保護するための副次的な層と見なされていたパッケ
ージングは、現在では半導体性能のスケーリングと向上を実現するための核心的なコン
ポーネントへと進化しました。AIスーパーサイクルによって、この傾向はさらに加速し
ています。専門家によると、2025年末に約8000億ドルに達した世界の半導体市場は、AI

が主な牽引役となり、2026年には1兆ドルを超える規模に成長する可能性が高いと予測
されています。この成長は、AI、電気自動車、IoT、プレミアム家電といった分野から
の需要増加によって支えられています。

パッケージングの重要性と技術的進化

現代の半導体では、数十億ものトランジスタが極めて複雑な回路を形成しており、これ
らに安定した電力を供給し、同時に電力損失を最小限に抑えることが極めて重要です。
先進パッケージング技術は、この課題を解決するための重要な電力分配システムとして
機能します。例えば、2.5D/3Dパッケージング、ファンアウトパッケージング、チップ
レット技術などは、複数の異なるチップを統合し、データ転送の効率を最大化すること
で、AIチップの性能を飛躍的に向上させます。このような技術革新は、単一チップの微
細化による性能向上が限界に近づく中で、システムレベルでの最適化と性能向上を実現
する鍵となっています。

ベトナムの半導体バリューチェーンへの戦略的参画機会

記事では、ベトナムがこの進化する世界の半導体バリューチェーンにおいて、先進パッ
ケージングを通じてより深く参加するための戦略的な機会を有していると指摘していま
す。ベトナムは、経済成長と製造業の基盤強化を進めており、半導体産業における後工
程、特にパッケージング分野での投資誘致と能力開発に注力することで、グローバルサ
プライチェーンにおける存在感を高めることができます。AIによって業界の収益成長の
約50%が牽引されている現状を鑑みると、ベトナムにとって先進パッケージングは、高
付加価値な製造業へとシフトし、国際競争力を強化するための重要な手段となります。
このような戦略的アプローチは、同国の経済発展に大きく貢献する可能性を秘めていま
す。



元記事: https://en.vneconomy.vn/deeper-participation-in-semiconductor-value-chain.htm

収集日: 2026年04月18日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

https://en.vneconomy.vn/deeper-participation-in-semiconductor-value-chain.htm


ECTC 2026が示すAI時代の先進パッケージングとヘテロジ
ニアス統合の展望

概要

ECTC 2026（Electronics Components and Technology Conference）では、AI時代の中
心的な役割を果たす先進パッケージング技術に関する主要なトレンドと議論が展開さ
れると報じられています。量子インフラ、パネルレベル統合による新パッケージング

技術、AIを活用したマルチフィジックス先進パッケージング向け電子設計自動化
（EDA）などのセッションが予定されています。ヘテロジニアス統合、2.5D/3Dパッケ
ージング、先進基板といったテーマは、デバイスレベルのスケーリングからシステム

レベルの最適化への移行を示唆。特に、大型パッケージのトレンドは、コスト削減と
面積効率向上のため、有機インターポーザーやパネルレベルパッケージングといった
大型キャリアプラットフォームへの移行を推進しています。

公開日 2026年04月11日  PRADEEP's TECHPOINTS  国際



詳細

ECTC 2026：AI時代を支える先進パッケージング技術の最前線

2026年のエレクトロニクス部品・技術会議（ECTC 2026）は、人工知能（AI）時代の技
術革新を推進する上で不可欠となる先進パッケージング技術に焦点を当てた議論を展開
します。本記事では、この会議で注目される主要なトレンドとセッション内容が詳細に
報じられており、先進パッケージングが半導体産業においてますます中心的な役割を果
たすことが示されています。特に、量子インフラ、パネルレベル統合（Panel-Level

Integration）によって可能になる新たなパッケージング技術、そしてマルチフィジック
ス先進パッケージングのためのAIを活用した電子設計自動化（EDA）といった分野での
深い議論が期待されています。これらのテーマは、次世代AIシステムの性能と効率を最
大化するための技術的基盤を提供します。

ヘテロジニアス統合と大型パッケージ化のトレンド

ECTC 2026では、ヘテロジニアス統合、2.5D/3Dパッケージング、そして先進基板技術
といった、半導体設計における重要な進展が取り上げられます。これらの技術は、従来
のデバイスレベルの微細化による性能向上に限界が見え始めた中で、システムレベルで
の最適化と機能強化を実現するための鍵となります。特に、AIアクセラレータや高性能
コンピューティング（HPC）向けチップでは、複数の異なる機能を持つチップレット
（chiplets）を単一のパッケージ内に統合するヘテロジニアス統合が不可欠です。ま
た、大型パッケージ化のトレンドは、業界がコスト削減と面積効率の向上を目指し、有
機インターポーザーやパネルレベルパッケージング（Panel-Level Packaging）のような
大型キャリアプラットフォームへと移行していることを示しています。これは、より多
くのチップレットを効率的に統合し、製造コストを抑えるための戦略的な動きです。



国際協力とチップレットエコシステムの重要性

さらに、会議ではEUと日本が2nmチップ開発において協力する取り組みや、ヘテロジニ
アス統合のための強固なチップレットエコシステムを育成することの重要性が強調され
ています。チップレットエコシステムの確立は、異なるベンダーが製造したチップレッ
トを容易に組み合わせ、多様なアプリケーションニーズに対応できる柔軟な設計を可能
にします。これは、AI機能の実現において不可欠な要素であり、オープンスタンダード
と協調的な開発が求められます。ECTC 2026での議論は、先進パッケージングとヘテロ
ジニアス統合が、今後の半導体産業の成長を牽引し、AI技術の可能性を最大限に引き出
すための決定的な要因となることを強く示唆しています。

元記事: https://pradeepstechpoints.wordpress.com/category/global-semiconductor-industry/

収集日: 2026年04月18日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

https://pradeepstechpoints.wordpress.com/category/global-semiconductor-industry/


Advantest、先進パッケージングと複雑デバイス向け新イ
ノベーションセンターをカリフォルニアに開設

概要

半導体テスト装置大手であるAdvantestは、カリフォルニア州サンノゼに新しいイノベ
ーションセンターを開設したと発表しました。この施設は、クリーンルームと最新の
テスト技術を備え、先進パッケージングおよび複雑なデバイスアーキテクチャのニー

ズに対応します。Advantestは、最先端のテスト挿入を提供することで、半導体業界の
進化する要求、特に先進パッケージングに関連する複雑なテスト課題に対応すること
を目指しています。この投資は、高度にパッケージ化されたデバイスの開発と量産に

おける堅牢なテストソリューションの重要性の高まりを強調するものです。

公開日 2026年04月17日  Semiconductor Engineering  アメリカ



詳細

Advantest、先進パッケージングと複雑デバイス対応の新イノベーションセンター
設立

半導体テスト装置のリーディングカンパニーであるAdvantest（アドバンテスト）は、
カリフォルニア州サンノゼに新しいイノベーションセンターを開設したことを発表しま
した。この最先端施設は、クリーンルームと最新のテスト技術が完備されており、特に
先進パッケージング技術や、AIチップ、高性能コンピューティング（HPC）といった複
雑なデバイスアーキテクチャの進化するテストニーズに対応することを目的としていま
す。半導体の微細化が進み、異種統合（Heterogeneous Integration）パッケージングが
主流となる中で、テストの複雑性は飛躍的に増大しており、Advantestのこの投資は、
そうした技術的課題を解決するための戦略的な動きと見られます。

高度なテストソリューションで業界の進化をサポート

イノベーションセンターは、次世代のチップ設計に不可欠な最先端のテスト挿入技術を
提供することで、半導体業界の急速な変化をサポートします。今日の高度に統合された
パッケージでは、複数の異なる機能を持つチップレットが同一パッケージ内に搭載され
るため、個々のチップレットだけでなく、それらが連携して機能する際の整合性や信頼
性を保証するための、より精密で包括的なテストが求められます。Advantestは、この
センターを通じて、顧客がこれらの複雑なテスト要件を効率的に満たし、開発サイクル
を短縮できるよう支援します。これは、製品の市場投入期間を短縮し、高品質な半導体
製品を安定して供給するために不可欠な要素です。



半導体エコシステムにおけるテストの重要性

今回のAdvantestの投資は、半導体バリューチェーン全体におけるテスト工程の重要性
が増していることを浮き彫りにしています。先進パッケージング技術の導入により、製
造プロセスの初期段階から最終的なシステム統合に至るまで、各段階での厳格な品質保
証が不可欠となります。テストは、製品の信頼性を確保するだけでなく、製造プロセス
の歩留まりを最適化し、結果的に生産コストを削減する上でも重要な役割を果たしま
す。Advantestの新しいイノベーションセンターは、このような業界の要求に応え、先
進パッケージング技術を活用した複雑なデバイスが、市場に高品質で効率的に提供され
るための基盤を強化することを目指します。これは、AIやHPCといった最先端分野の成
長を支える上で欠かせない貢献となるでしょう。

元記事: https://semiengineering.com/chip-industry-week-in-review-134/

収集日: 2026年04月18日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

https://semiengineering.com/chip-industry-week-in-review-134/


Onto InnovationのDragonfly G5、2.5D AIパッケージン
グアプリケーションで認定取得

概要

Onto Innovationの最新検査プラットフォーム「Dragonfly G5」が、2.5D人工知能
（AI）パッケージングアプリケーション向けに認定を取得しました。この認定は、同
プラットフォームがAIおよび高性能コンピューティング（HPC）環境で広く使用され

る複雑なマルチダイ構造に対する重要な検査タスクを実行できる能力を持つことを示
しています。Dragonfly G5の先進的な検査機能は、これらの洗練されたパッケージの
品質と信頼性を確保するために不可欠です。AIワークロードがますます複雑なチップ

設計を要求する中、パッケージング段階での精密かつ徹底的な検査の必要性が極めて
高まっています。Onto Innovationのこの進展は、AIアクセラレータ向け先進パッケー
ジングソリューション全体の堅牢性と歩留まり向上に貢献します。

公開日 2026年04月17日  Semiconductor Engineering  アメリカ



詳細

Onto InnovationのDragonfly G5、2.5D AIパッケージングで認定を取得

半導体検査技術のリーダーであるOnto Innovationは、同社が最近発表したDragonfly G5

検査プラットフォームが、2.5D人工知能（AI）パッケージングアプリケーション向けに
正式な認定を取得したことを発表しました。この認定は、Dragonfly G5が、AIチップや
高性能コンピューティング（HPC）環境で利用される複雑なマルチダイ構造の品質と信
頼性を確保するために不可欠な、高度な検査タスクを遂行できる能力を持つことを証明
するものです。2.5Dパッケージングは、複数のチップレットやメモリスタックをシリコ
ンインターポーザー上に統合する技術であり、その製造プロセスにおける微細な欠陥も
見逃さない精密な検査が求められます。

AIチップ設計の複雑化と検査技術の重要性

AIワークロードは、かつてないほどの計算能力とデータ処理速度を要求しており、それ
に伴いチップ設計はますます複雑化しています。複数のロジックダイ、HBM（High

Bandwidth Memory）スタック、パッシブ部品などが2.5Dパッケージ内で高密度に集積
されるため、製造工程における微細な欠陥やアライメント不良が、最終製品の性能や信
頼性に甚大な影響を及ぼす可能性があります。このような背景から、パッケージング段
階における精密かつ徹底的な検査の必要性は、これまで以上に高まっています。
Dragonfly G5のような先進的な検査プラットフォームは、高解像度イメージング、高速
データ処理、AIを活用した欠陥検出アルゴリズムなどを組み合わせることで、目視では
困難な微細欠陥を効率的に特定し、歩留まり向上に貢献します。



AIアクセラレータ向けパッケージングソリューションへの貢献

Onto InnovationのDragonfly G5の認定は、AIアクセラレータ向け先進パッケージングソ
リューション全体の堅牢性と歩留まり向上に大きく貢献します。高品質な検査は、製造
プロセスの初期段階で問題を特定し、是正措置を講じることを可能にするため、無駄を
削減し、生産コストを低減します。また、最終製品の信頼性を高めることで、AIシステ
ム全体の安定稼働に寄与します。AI技術の進化が続く中で、チップの設計と製造プロセ
スはさらに複雑化することが予想されており、Onto Innovationのような検査装置メーカ
ーが提供する技術は、次世代AIハードウェアの実現において不可欠な役割を担い続ける
でしょう。これにより、半導体エコシステム全体が、より高い品質と効率でAI時代に対
応していくことが可能となります。

元記事: https://semiengineering.com/chip-industry-week-in-review-134/

収集日: 2026年04月18日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

https://semiengineering.com/chip-industry-week-in-review-134/


The Economist誌、2026年4月号でAIが牽引するグローバ
ルテック業界の新秩序を解明

概要

The Economist誌の2026年4月号は、ムーアの法則を超えたAI主導の新しいパラダイム
への転換期にある世界のテック業界における大きな変化を深く分析しています。記事
は、汎用CPUからCPU、GPU、NPU（Neural Processing Units）、各種DSA（Domain-

Specific Accelerators）を異種統合するアーキテクチャ革命を強調しています。TSMCの
3D Fabric（SoIC、CoWoSを含む）のような先進パッケージング技術は、異なるプロセ
スと機能を持つ複数の「チップレット」をパッケージングし、システム全体の性能と

設計の柔軟性を向上させる上で不可欠であると指摘されています。このシフトは、イ
ノベーションがもはやプロセススケーリングのみに依存せず、アーキテクチャ、パッ
ケージング、材料革新で爆発的に起きていることを示唆しています。

公開日 2026年04月12日  The Economist  イギリス



詳細

ムーアの法則を超えたAI時代のテック業界新秩序

The Economist誌の2026年4月号は、世界のテック業界が「ムーアの法則」の限界を超
え、人工知能（AI）に牽引される新たなパラダイムへと移行している現状を詳細に分析
しています。この記事は、半導体設計と製造における根本的な変化を指摘しており、単
一チップの微細化だけでなく、システムレベルでの最適化がイノベーションの主要な原
動力となっていることを浮き彫りにしています。この背景には、AIアプリケーションが
要求する膨大な計算能力と電力効率のニーズがあり、従来の汎用CPU中心のアーキテク
チャから、CPU、GPU、ニューラルプロセッシングユニット（NPU）、そして様々なド
メイン特化型アクセラレータ（DSA）を組み合わせるヘテロジニアス統合へと向かう
「アーキテクチャ革命」が進行していると論じられています。

先進パッケージング技術が支えるヘテロジニアス統合

このアーキテクチャ革命において、TSMCの3D Fabric（SoICやCoWoSを含む）のような
先進パッケージング技術は、極めて重要な役割を担っています。これらの技術は、異な
るプロセスノードで製造された、あるいは異なる機能を持つ複数の「チップレット
（chiplets）」を、単一の高性能パッケージ内に統合することを可能にします。これに
より、個々のチップレットの最適化された性能を最大限に引き出しつつ、システム全体
の性能を向上させ、設計の柔軟性を高めることができます。例えば、高性能ロジックチ
ップ、高帯域幅メモリ（HBM）、I/Oチップなどを効率的に結合することで、AIアクセ
ラレータのデータ転送速度と処理能力を飛躍的に向上させることが可能となります。先
進パッケージングは、もはや単なる保護層ではなく、半導体システムの性能と機能性を
決定づける戦略的な要素へと進化しています。



イノベーションの多角化と今後の展望

The Economist誌は、イノベーションがもはやプロセススケーリングのみに依存するも
のではなく、アーキテクチャ、パッケージング、そして材料科学といった多角的な分野
で爆発的に起きていることを強調しています。2ナノメートル以下のプロセスにおける
経済的・物理的限界が明らかになる中で、これらの新しいイノベーションのベクトル
が、今後の半導体技術の進歩を決定づける鍵となると予測されています。この変化は、
半導体業界の企業が、設計、製造、パッケージング、ソフトウェアに至るまで、より広
範な領域で協業し、複合的なソリューションを提供することの重要性を高めます。AI主
導のこの新秩序は、半導体産業に新たな成長機会をもたらすとともに、より複雑で統合
されたエコシステムの構築を促すでしょう。

元記事: https://fluxio.dev/trends/2026-04-12-the-economist-usa---april-11-2026/

収集日: 2026年04月18日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

https://fluxio.dev/trends/2026-04-12-the-economist-usa---april-11-2026/


日本政府、Rapidusに40億ドル追加支援：2nmチップ競争
と先端チップレット技術で主導権を目指す

概要

日本経済産業省（METI）は、Rapidus Corporationに対し、約40億米ドル（6315億円）
の追加資金支援を承認し、日本が先進半導体製造のリーダーとなることへのコミット
メントを強化しました。この承認により、Rapidusへの政府R&D支援総額は2.35兆円に

達します。資金は主に、北海道のIIM-1施設における2ナノメートル（nm）スケールロ
ジックチップのプロトタイプ開発と前工程製造能力強化に充てられます。Rapidusは同
時に分析センターを開設し、2nm世代半導体統合およびチップレット技術の品質保証

を目指す「Rapidus Chiplet Solutions（RCS）」を立ち上げました。この大規模投資
は、日本がグローバルチップ産業における地位を再確立し、先端パッケージングとプ
ロセス技術での国内優位性を確立する野心を示しています。

公開日 2026年04月15日  The AI World  グローバル



詳細

日本政府、Rapidusへの大規模投資で2nmチップ開発を加速

日本経済産業省（METI）は、次世代半導体開発・製造を目指すRapidus Corporationに
対し、約40億米ドル（6315億円）に上る追加資金支援を承認しました。この支援は、日
本が世界の先端半導体製造競争において主導的な役割を果たすという、政府の強い決意
の表れです。2026年4月11日に発表されたこの最新の承認により、Rapidusへの政府
R&D支援総額は、これまでで約2.35兆円という巨額に達しました。この資金は、主に北
海道のIIM-1施設における2ナノメートル（nm）スケールのロジックチップのプロトタ
イプ開発と、前工程のウェハー処理能力の強化に充てられる計画です。これは、特にAI
モデルに不可欠な高性能チップの国産化を目指す日本にとって、極めて重要な投資とな
ります。

Rapidusの先端チップレット技術と品質保証の強化

Rapidusは、政府からの大規模な支援と並行して、2026年4月11日に新たに分析センタ
ーを開設し、「Rapidus Chiplet Solutions（RCS）」を立ち上げました。このRCSは、
2nm世代の半導体統合技術、特にチップレット技術の堅牢な品質保証を目的としていま
す。チップレットは、異なる機能を持つ複数の半導体ダイ（チップ）を一つのパッケー
ジ内に集積する技術であり、次世代の高性能半導体、特にAIチップにとって不可欠な要
素です。RCSは、この複雑な異種統合パッケージングにおける信頼性と性能を確保する
ための重要な役割を担います。これにより、Rapidusは単に2nmプロセスを開発するだ
けでなく、その周辺技術である先端パッケージングや品質保証体制も同時に強化し、サ
プライチェーン全体での競争力を高めることを目指しています。



日本の半導体産業再活性化に向けた戦略的意義

今回の日本政府によるRapidusへの大規模な投資は、かつて半導体大国であった日本の
地位を再確立するための国家戦略の中核をなすものです。2nmという最先端プロセス技
術を国内で確立することは、経済安全保障上の観点からも極めて重要であり、AIやスー
パーコンピューティングといった戦略的分野における自律性を高めることにつながりま
す。Rapidusの取り組みは、日本国内の半導体エコシステム全体を活性化させ、研究開
発から製造、人材育成に至るまで、広範な波及効果をもたらすことが期待されます。こ
の強力な支援は、日本がグローバルチップサプライチェーンにおける重要なプレイヤー
として返り咲き、先進パッケージングとプロセス技術で独自の優位性を築くための野心
的な挑戦を象徴しています。

元記事: https://theaiworld.org/news/japan-backs-rapidus-with-4b-to-lead-2nm-chip-race

収集日: 2026年04月18日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

https://theaiworld.org/news/japan-backs-rapidus-with-4b-to-lead-2nm-chip-race


半導体業界における垂直統合の再定義：チップレット時代
における戦略的制御と協調の重要性

概要

本記事は、半導体業界における垂直統合の進化と重要性の高まりを分析しています。
伝統的に、垂直統合は設計から製造、パッケージング、テスト、最終的なシステム展
開まで、バリューチェーンの複数の段階を企業が制御することを意味しました。その

目的は、外部依存の低減と、複雑で相互依存するプロセスの調整改善による性能、コ
スト、歩留まりの最適化にあります。しかし、著者は、現在のチップレットと異種統
合の時代において、垂直統合は資産所有だけでなく、これらの多様な段階にわたる戦

略的制御と協調によって定義されると主張しています。これは、断片化されつつも相
互接続されたエコシステムにおいて、企業が制御と効率を維持するための戦略適応の
必要性を示唆しています。

公開日 2026年04月11日  Chetan Arvind Patil - Semiconductor and Beyond (Blog)  国際



詳細

半導体業界における垂直統合の新たな定義と進化

半導体業界では、技術の進化とともに「垂直統合」という概念が変化し、その重要性が
高まっています。本記事は、この垂直統合の進化する定義とその戦略的な意味合いにつ
いて深く掘り下げています。伝統的に、垂直統合とは、企業が設計（EDA）、前工程
（ファブ）、後工程（パッケージング、テスト）、そして最終的なシステム展開に至る
まで、バリューチェーンの複数の段階を自社内で制御することを指していました。その
核心的な目的は、外部ベンダーへの依存度を低減し、複雑に絡み合うプロセス間の調整
を改善することで、製品の性能、製造コスト、そして歩留まりを最適化することにあり
ました。これにより、企業は市場投入までの時間を短縮し、技術的な優位性を確保する
ことが可能でした。

チップレットと異種統合がもたらす垂直統合の変革

しかし、現代の半導体業界、特にチップレット技術と異種統合（Heterogeneous

Integration）が主流となる時代において、垂直統合の定義は大きく変容しています。著
者は、垂直統合がもはや単なる資産の所有や物理的な製造ラインの有無によってのみ定
義されるものではなく、バリューチェーンの多様な段階にわたる「戦略的制御と協調」
によって再定義されていると主張します。AIチップや高性能コンピューティング
（HPC）向けチップのように、CPU、GPU、HBM（高帯域幅メモリ）など、異なる機能
と製造プロセスを持つ複数のチップレットを一つのパッケージに統合する際、異なるコ
ンポーネント間、あるいは異なる製造ステップ間でのシームレスなコラボレーションと
調整が不可欠となります。これにより、各チップレットが最適な状態で機能し、システ
ム全体として最大の性能と信頼性を発揮することが可能となります。



断片化されたエコシステムにおける戦略的適応

この変化は、半導体企業が、これまで以上に断片化されつつも緊密に相互接続されたエ
コシステムにおいて、自社の戦略を適応させる必要があることを示唆しています。例え
ば、ファウンドリ、OSAT（Outsourced Semiconductor Assembly and Test）、IPプロバ
イダーなど、複数の専門企業が連携する中で、特定の企業が全ての段階を直接所有する
ことは困難です。そこで重要となるのが、サプライヤーとの強力なパートナーシップ、
標準化されたインターフェースの採用、そしてデータ共有と協業のための効率的なフレ
ームワークの構築です。垂直統合は、資産所有から、技術的専門知識の共有、共通目標
に向けた戦略的な調整、そして知的財産（IP）の効率的な管理へと重心を移していま
す。これにより、企業は、複雑な半導体製品を高い性能と信頼性で提供し続けるため
に、サプライチェーン全体を横断する「制御のオーケストレーション」能力を強化する
ことが求められています。
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